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SRAM リフローはんだ付け条件
リフロー

はんだ付け条件 実装上の注意点 対象
パッケージ 対象製品型名

最高温度: 260°C
RDK-J-000068

RDK-J-000076
FBGA

R1LV1616HBG-4SI, R1LV1616HBG-5SI, RMLV0416EGBG-4S2, RMLV0816BGBG-4S2, 
RMLV1616AGBG-4U2, RMLV1616AGBG-5S2,  RMLV1616AGBG-5U2, 
RMLV3216AGBG-5S2, RMWV3216AGBG-5S2, RMWV6416AGBG-5S2

RDK-J-000074

TSOP

R1LP5256ESA-5SI, R1LV5256ESA-5SI, R1LP0108ESA-5SI, R1LP0108ESF-5SI, 
R1LV0108ESA-5SI, R1LV0108ESF-5SI, R1LV0208BSA-5SI, R1LV0216BSB-5SI, 
R1LP0408DSB-5SI, R1LV1616HSA-4SI, R1LV1616HSA-5SI, 

R1RP0416DSB-0PI,   R1RP0416DSB-0PR,  R1RP0416DSB-2LR, R1RP0416DSB-2PI, 
R1RP0416DSB-2PR,  R1RP0416DSB-2SR, R1RW0416DSB-0PI,  R1RW0416DSB-0PR, 
R1RW0416DSB-2LR, R1RW0416DSB-2PI,  R1RW0416DSB-2PR, R1RW0416DSB-2SR, 

RMLV0408EGSA-4S2,  RMLV0408EGSB-4S2, RMLV0414EGSB-4S2, RMLV0416EGSB-4S2,
RMLV0808BGSB-4S2,  RMLV0816BGSA-4S2, RMLV0816BGSB-4S2, RMLV0816BGSD-4S2, 
RMLV1616AGSA-4U2,  RMLV1616AGSA-5S2, RMLV1616AGSA-5U2, RMLV1616AGSD-5S2, 
RMLV3216AGSA-5S2,  RMLV3216AGSD-5S2, 
RMWV6416AGSA-5S2, RMWV6416AGSD-5S2

SOP(28-pin) R1LP5256ESP-5SI, R1LV5256ESP-5SI

最高温度: 245°C
RDK-J-000070

RDK-J-000074 SOP(32-pin) R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2

SOJ
R1RP0408DGE-2LR, R1RP0408DGE-2PI,  R1RP0408DGE-2PR, 
R1RW0408DGE-2LR, R1RW0408DGE-2PI, R1RW0408DGE-2PR, 
R1RP0416DGE-2LR,  R1RP0416DGE-2PI,  R1RP0416DGE-2PR, R1RP0416DGE-2SR, 
R1RW0416DGE-2LR, R1RW0416DGE-2PI, R1RW0416DGE-2PR



© 2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 2

SRAM ベーク（脱湿）条件
ベーク条件 対象

パッケージ 対象製品型名

125°C, 8 ~ 24時間
RDK-J-000484

FBGA
R1LV1616HBG-4SI, R1LV1616HBG-5SI, RMLV0416EGBG-4S2, RMLV0816BGBG-4S2, 
RMLV1616AGBG-4U2, RMLV1616AGBG-5S2,  RMLV1616AGBG-5U2, 
RMLV3216AGBG-5S2, RMWV3216AGBG-5S2, RMWV6416AGBG-5S2

TSOP

R1LP5256ESA-5SI, R1LV5256ESA-5SI, R1LP0108ESA-5SI, R1LP0108ESF-5SI, 
R1LV0108ESA-5SI, R1LV0108ESF-5SI, R1LV0208BSA-5SI, R1LV0216BSB-5SI, 
R1LP0408DSB-5SI, R1LV1616HSA-4SI, R1LV1616HSA-5SI, 

R1RP0416DSB-0PI,   R1RP0416DSB-0PR,  R1RP0416DSB-2LR, R1RP0416DSB-2PI, 
R1RP0416DSB-2PR,  R1RP0416DSB-2SR, R1RW0416DSB-0PI,  R1RW0416DSB-0PR, 
R1RW0416DSB-2LR, R1RW0416DSB-2PI,  R1RW0416DSB-2PR, R1RW0416DSB-2SR, 

RMLV0408EGSA-4S2,  RMLV0408EGSB-4S2, RMLV0414EGSB-4S2, RMLV0416EGSB-4S2,
RMLV0808BGSB-4S2,  RMLV0816BGSA-4S2, RMLV0816BGSB-4S2, RMLV0816BGSD-4S2, 
RMLV1616AGSA-4U2,  RMLV1616AGSA-5S2, RMLV1616AGSA-5U2, RMLV1616AGSD-5S2, 
RMLV3216AGSA-5S2,  RMLV3216AGSD-5S2, 
RMWV6416AGSA-5S2, RMWV6416AGSD-5S2

125°C, 20時間以上（上限72時間）
RDK-J-000500

SOP(28-pin) R1LP5256ESP-5SI, R1LV5256ESP-5SI

SOP(32-pin) R1LP0108ESN-5SI, R1LV0108ESN-5SI, R1LP0408DSP-5SI, RMLV0408EGSP-4S2

SOJ
R1RP0408DGE-2LR, R1RP0408DGE-2PI,  R1RP0408DGE-2PR, 
R1RW0408DGE-2LR, R1RW0408DGE-2PI, R1RW0408DGE-2PR, 
R1RP0416DGE-2LR,  R1RP0416DGE-2PI,  R1RP0416DGE-2PR, R1RP0416DGE-2SR, 
R1RW0416DGE-2LR, R1RW0416DGE-2PI, R1RW0416DGE-2PR



© 2023 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 3

SRAM フローはんだ（ウェーブソルダー）可否
 端子ピッチが0.65mmより大きいリードタイプのパッケージであれば適用可能です。

適用可否 パッケージ（ピン数） 端子ピッチ（mm）
適用可 SOP(28), SOP(32), SOJ(36), SOJ(44) 1.27
適用可 TSOP-II(32) 1.27
適用可 TSOP-II(44) 0.8
適用不可 TSOP-I(28) 0.55
適用不可 sTSOP(32), TSOP-I(32), TSOP-I(48) 0.5
適用不可 uTSOP(52) 0.4
適用不可 FBGA(48) ＊BGAタイプのパッケージは不可 0.75
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その他 実装関連条件
項目 資料

手はんだ付け条件
Partial Heating (Soldering Iron) Conditions

RDK-J-000072

防湿包装開封前保管条件
Storage Conditions Before Opening
Moisture-Proof Packing

RDK-J-000061

防湿包装開封後保管条件
Storage Conditions After Opening
Moisture-Proof Packing

RDK-J-000062

洗浄条件
Cleaning Conditions

RDK-J-000078


	SRAM リフローはんだ付け条件
	SRAM ベーク（脱湿）条件
	SRAM フローはんだ（ウェーブソルダー）可否
	その他 実装関連条件




 


実装条件 Mount Conditions 


防湿包装開封前保管条件 


Storage Conditions Before Opening 
Moisture-Proof Packing 
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ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


防湿包装開封前の保管について 


Storage before opening moisture-proof packing. 


 


防湿包装開封前の製品は、下記条件にて保管してください。 


Before opening the moisture-proof packing products, please keep the following conditions. 


 


項目 


Item 


条件 


Condition 


温度 


Temperature 


5℃～35℃ 


5 - 35℃ 


湿度 


Humidity 


85％RH 以下 


≦85%RH 


期間 


Storage Period 


２年以内 


≦2 years 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


実装条件 Mount Conditions 


防湿包装開封後保管条件 


Storage Conditions After Opening 
Moisture-Proof Packing 


RDK-J-000062-2  1/1 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


防湿包装開封後の保管について 


Storage after opening moisture-proof packing. 


 


防湿包装開封後はパッケージの吸湿を避けるため、下記条件にて保管してください。 


After opening moisture-proof packing, semiconductor devices must be stored under the following 


conditions to prevent moisture absorption by the packages. 


 


項目 


Item 


条件 


Condition 


備考 


Note 


温度 


Temperature 


5℃～30℃ 


5 - 30℃ 
 


湿度 


Humidity 


70％RH 以下 


≦70%RH 
 


時間 ※ 


Time 


168 時間以内 


≦168 hours 


※ 開封後～最終リフローはんだ付け完了ま


での時間 


The time from the point the packaging is 


opened until the last device reflowing has 


been completed. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


実装条件 Mount Conditions 


リフローはんだ付け条件 


Reflow Soldering Conditions 
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ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


リフローはんだ付け方式 Reflow Soldering Method 


（ＩＲリフロー炉、エアーリフロー炉、エアー＋赤外線併用リフロー炉） 


(IR Reflow  Air Reflow  IR+Air Reflow) 


 


防湿包装開封後は再吸湿を避けるため、防湿包装開封後の保管条件以内に、 


下記条件にてリフローはんだ付けを行ってください。 


また、それ以上経過した場合はベーク条件で示すベーク処理を行ってください。 


Please perform reflowing with following conditions within prescribed storage time after opening the 


moisture-proof packing in order not to make products be re- moisturized. 


If the time after opening the moisture-proof packing exceeds prescribed storage conditions, 


prescribed bake is necessary. 


 


１） 部品耐熱性 Heat Resistance 


＜耐熱温度 Heat resistance temperature ：260℃＞ 


最高リフロー温度（パッケージ表面温度）  
Maximum temperature (Package surface temperature) 


260℃以下 
Maximum 260℃ 


255℃以上の時間 
Over 255℃ Time 


30 秒 以下 
≦30 seconds 


217℃以上の時間 
Time of temperature higher than 217℃ 


60～150 秒 
60 – 150 seconds 


プリヒート温度 150℃～200℃の時間 
Preheating time at 150℃ to 200℃ 


60～120 秒 
60 – 120 seconds 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


リフローはんだ付けプロファイル


Reflow Soldering Profile 


時間  time 


60～120s 


150℃ 


200℃ 


217℃ 


255℃ 
260℃max. 


60～150s 


パ
ッ
ケ
ー
ジ
表
面
温
度
 


P
ac
ka
ge
 S
ur
f
ac
e 
Te
mp
er
a
tu
re
 


 


30s max. 
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２）リフロー回数 ： ３回以下 （防湿包装開封後の保管条件以内） 


Reflowing times：Maximum 3 times (Within prescribed time after opening moisture-proof packing.) 


 


３） リフロー雰囲気：エアーもしくは窒素（N2） 


Reflowing atmosphere: Air or nitrogen atmosphere(N2) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


実装条件 Mount Conditions 


リフローはんだ付け条件 


Reflow Soldering Conditions 


RDK-J-000070-1  1/2 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


リフローはんだ付け方式 Reflow Soldering Method 


（ＩＲリフロー炉、エアーリフロー炉、エアー＋赤外線併用リフロー炉） 


(IR Reflow  Air Reflow  IR+Air Reflow) 


 


防湿包装開封後は再吸湿を避けるため、防湿包装開封後の保管条件以内に、 


下記条件にてリフローはんだ付けを行ってください。 


また、それ以上経過した場合はベーク条件で示すベーク処理を行ってください。 


Please perform reflowing with following conditions within prescribed storage time after opening the 


moisture-proof packing in order not to make products be re- moisturized. 


If the time after opening the moisture-proof packing exceeds prescribed storage conditions, 


prescribed bake is necessary. 


 


１） 部品耐熱性 Heat Resistance 


＜耐熱温度 Heat resistance temperature ：245℃＞ 


最高リフロー温度（パッケージ表面温度）  
Maximum temperature (Package surface temperature) 


245℃以下 
Maximum 245℃ 


240℃以上の時間 
Over 240℃ Time 


30s 以下 
≦30 seconds 


217℃以上の時間 
Time of temperature higher than 217℃ 


60～150s 
60 –150 seconds 


プリヒート温度 150℃～200℃の時間 
Preheating time at 150℃ to 200℃ 


60～120s 
60 – 120 seconds 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


リフローはんだ付けプロファイル 


Reflow Soldering Profile 


時間  time 


60～120s 


150℃ 


200℃ 


217℃ 


240℃ 
245℃max. 


60～150s 
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２） リフロー回数 ： ３回以下 （防湿包装開封後の保管条件以内） 


Reflowing times: Maximum 3 times (Within prescribed time after opening moisture-proof packing.) 


 


３） リフロー雰囲気：エアーもしくは窒素（N2） 


Reflowing atmosphere: Air or nitrogen atmosphere(N2) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


実装条件 Mount Conditions 


手はんだ付け条件 


Partial Heating Conditions 


RDK-J-000072-1  1/1 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


部分加熱法（はんだごて加熱法） 


Partial Heating Methods (Soldering iron heating) 


 


はんだごてを用いて、パッケージのリードをプリント配線基板に糸はんだ等ではんだ付けする方法


です。  


In this method, the package leads are soldered to the mounting pads on the printed wiring board 


using a soldering iron and wire solder. 


 


加熱による信頼性劣化を避けるために、はんだゴテの温度（コテ先温度）は 350℃以下、１ピン当


たりのはんだ付け時間は 3 秒以内で行ってください。  


In order to avoid reliability degradation from overheating, the temperature of the soldering iron 


should be maximum 350℃, and the soldering iron should not be in contact with each pin for more 


than 3 seconds. 


 


使用するはんだごての熱容量は、はんだ付け箇所の大きさや形状、はんだの融点を考慮して決定


してください。必要以上に温度を上げたり長時間加熱したりすると熱ストレス起因の劣化が生じま


すので注意が必要です。  


Please decide heat capacity of soldering iron considering soldering area size, shape and melting 


point of solder. Care is required in soldering since increasing the temperature higher than 


necessary or heating longer than necessary may lead to quality degradation due to heat stress. 


 


実際のはんだ付け箇所の温度は、はんだごて（ヒータ）の加熱能力、パッケージや実装基板の熱


容量に依存するため、作業前に加熱部の温度を実測するなど温度特性をご確認ください。  


Since the actual temperatures of the places soldered depend on the heating capacity of the 


soldering iron (the heat source) and the thermal capacities of the package and mounting board, it is 


necessary to check thermal characteristics like heating area temperature before starting 


operation. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


実装条件 Mount Conditions 


実装上の注意点 


Notification in Reflow Soldering Process 


RDK-J-000074-2  1/2 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


1.はんだ付け温度 Soldering Temperature 


リフロープロファイルは、パッケージの耐熱性及びはんだ付け性を考慮して決定してください。 


Please determine reflow profile by considering the solderability and heat resistance of the 


package. 


 


1） パッケージの耐熱性  Heat Resistance 


耐熱温度は、パッケージの表面温度を表しています。リフロープロファイルはパッケージ表面


温度が、この耐熱温度を越えないように設定してください。 


Heat resistant temperature represents the peak temperature of the package surface. Please 


set the reflow profile so that the package surface temperature may not exceed this heat 


resistant temperature. 


 


2） はんだ付け性  Solderability 


はんだ接合部の温度は、はんだペーストメーカーの推奨条件下限以上に設定してください。 


尚、Sn めっき製品では、めっき膜の融点が 232℃なので、232℃以上でのはんだ付けを行って


ください。 


Please set the temperature of the solder joint higher than the lower limit of the recommended 


conditions of solder paste manufacturer.  


It is necessary that the peak temperature for the devices with the tin plated leads should be 


higher than 232℃ since melting point of tin plating is 232℃. 


 


また、ピーク温度は、パッケージとプリント基板の反りを抑制して接合性を確保するために、保


証温度範囲であっても過度に上げないでご使用ください。 


リフロー雰囲気は、はんだ濡れ性に優れる窒素をお薦めします。 


In order to suppress the warpage of the package and the printed circuit board and to obtain 


good soldering, please use the reflowing machine being careful not to increase peak 


temperature excessively if within the guaranteed temperature. 


Nitrogen is recommended for reflow atmosphere since solderability is improved much. 
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Up to the package heat resistance temperature 


(surface temperature) (Renesas)


Recommended temperature range 


for the solder paste (soldering position  


temperature)  


(Solder manufacturer)


Above the fusing temperature for the solder and 


the package’s ball metal or lead plating metal.
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時間 (秒) 


温
度
 (
℃
) 


パッケージ耐熱温度以下（表面温度） 


『ルネサス』 


はんだペースト推奨温度領域（端子温度） 


『はんだメーカ』 


予備加熱 本加熱 


パッケージ電極金属・ 


端子めっき金属溶融温度以上 








 


実装条件 Mount Conditions 


実装上の注意点 


Notification in Reflow Soldering Process 


RDK-J-000076-1  1/3 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


1.はんだ付け温度  Soldering Temperature 


リフロープロファイルは、パッケージの耐熱性及びはんだ付け性を考慮して決定してください。 


Please determine reflow profile considering the solderability and heat resistance of the package. 


 


1） パッケージの耐熱性  Heat Resistance 


耐熱温度は、パッケージの表面温度を表しています。リフロープロファイルはパッケージ表面


温度が、この耐熱温度を越えないように設定してください。 


Heat resistant temperature represents the peak temperature of the package surface. Please 


set the reflow profile so that the package surface temperature may not exceed this heat 


resistant temperature. 


 


2） はんだ付け性  Solderability 


はんだ接合部の温度は、はんだペーストメーカーの推奨条件下限以上に設定してください。


特に、Sn-Ag-Cu ボール製品では、ボールの融点が 217℃～220℃ですので、220℃以上での


実装をお薦めします。それ以下の温度で実装される場合は、ボールの溶融に十分注意して条


件だしされるようお願いします。 


Please set the temperature of the solder joint higher than the lower limit of the recommended 


conditions of solder paste manufacturer.  


It is recommended that the peak temperature for the packages with  Sn-Ag-Cu ball should 


be higher than 220℃ since melting point of Sn-Ag-Cu ball is 217 to 220℃. When the peak 


temperature is below 220℃, it should be confirmed that the solder balls adequately melt. 


 


また、パッケージとプリント基板の反りを抑制するために、ピーク温度は過度に上げない範囲


でご使用ください。 


リフロー雰囲気は、はんだ濡れ性に優れる窒素をお薦めします。 


In order to suppress the warpage of the package and the printed wiring board and to obtain 


good soldering, please use the reflowing machine being careful not to increase peak 


temperature excessively if within the guaranteed temperature. 


Nitrogen is recommended for reflow atmosphere since solderability is improved much. 
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Above the fusing temperature for the solder and 


the package’s ball metal or lead plating metal.
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時間 (秒) 
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度


 
(
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)
 


パッケージ耐熱温度以下（表面温度） 


『ルネサス』 


はんだペースト推奨温度領域（端子温度） 


『はんだメーカ』 


予備加熱 本加熱 


パッケージ電極金属・ 


端子めっき金属溶融温度以上 
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2. 再リフローについて  Temperature Conditions on Second Reflow 


複数回リフローが可能な耐熱性パッケージでも、両面実装などで再リフローすると場合によって


は、はんだショートや接合面での剥がれを生じることがありますので、以下の点に注意して再加


熱を行ってください。 


When applying reflow soldering again due to both side mounting, problems such as solder short 


and device peeling may occur, if device has heat resistance of multiple reflowing. The following 


points must be considered when setting the process conditions 


 


・吸湿すると、パッケージならびにプリント基板の反り特性が変わることがありますのでリフロー


間の吸湿管理を行ってください。 


If moisture is absorbed, the warping characteristics of packages and the printed wiring board 


itself may change. Moisture absorption between reflow operations should be controlled. 


 


・パッケージ電極温度が、はんだ融点を過度に超過しないよう、最適化をお願いいたします。ま


た、はんだ融点以下に設定することも、ご検討願います。 


The process must be optimized to assure that the package contacts temperature doesn’t 


excessively exceed the solder melting point. Please set package contacts temperature lower 


than solder melting point if possible. 


 


3. 基板実装後の取扱い  Handling after Mounting 


実装後、はんだ接合部が機械的な衝撃で剥がれる場合があります。基板分割などの製造時のス


トレス、不意の落下、さらには市場での取り扱い環境をご確認の上、製品設計とプロセス設計を


お願いします。 


After mounting, solder may peel off by the mechanical force. Products and their manufacturing 


processes must be designed considering manufacturing stress such as printed wiring board 


separation, unexpected drop and handling in use environment. 
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洗浄条件 


Cleaning conditions 


RDK-J-000078-1  1/1 


ルネサス エレクトロニクス株式会社 


Renesas Electronics Corporation 


 


洗浄での注意事項 Notes on cleaning 


 


洗浄方法には、超音波洗浄，浸漬洗浄，スプレー洗浄，蒸気洗浄といった方法があります。洗浄を


行う際の注意事項を以下に示します。 


Cleaning methods include ultrasonic cleaning, immersion cleaning, spray cleaning and vapor 


cleaning. Note the following points when performing cleaning. 


 


1） 浸漬洗浄にて超音波を併用するにあたっては、部品へのダメージを予め確認してください。 


If ultrasound is to be used in conjunction with immersion cleaning, users must verify, in advance, 


whether or not this can damage the mounted components. 


 


2） 長時間洗浄を行うとマークが消える場合がありますので、実使用条件にて確認のうえ適用して


ください。 


Be aware that exposure to excessive cleaning may cause the markings on the package to fade 


or disappear; check the process under actual use conditions. 


 


3） 溶剤を使用する場合、環境への影響、安全性を考慮に入れて選定してください。 


When using solvents, select the cleaning solution after considering the impact on the 


environment, the safety issues, etc. 


 


4） 洗浄後のプリント基板の洗浄度は、JIS/IPC 規格に準拠して下記表に示す値を推奨いたします。 


Next table shows the recommended values based on JIS/IPC standards for the cleanliness of 


the board after cleaning. 


 


プリント基板洗浄度（JIS Z 3284/IPC J-STD-001 規格参照） 


Cleanliness of the Board after Cleaning (Refer to JIS Z 3284/IPC J-STD-001) 


洗浄後のプリント基板洗浄度 


Cleanliness of the printed wiring 


board after cleaning. 


項目  


Item 


基準  


Criteria 


残留 Cl 量 


Amount of residual Cl. 


（電気伝導測定ブリッジ法） 


（Resistance of Solvent 


Extract Method） 


≦1.56μｇNaCl/㎝ 2 


 


 








  


実装条件 Mount Conditions  
ベーク条件  


Baking Conditions  
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      実装前のベーク（乾燥）処理について  


About the baking process (Moisture removal process) before soldering.  


  


1） ベーク処理を必要とする場合  Cases Where Baking ｉs Required  


          A) 防湿包装開封時に、インジケーターカードの 30%スポットがブルー色に変色している場合  


If the 30% spot on the indicator card packed with the products has turned blue when   


moisture-proof packing is opened.  


  


          Ｂ） 防湿包装開封後、規定の保管条件を超過した場合  


If the time after opening the moisture-proof packing exceeds prescribed storage conditions.     


2） ベーク条件  Baking Conditions  


  


項目  


Item  


条件   


Condition  


温度  


Temperature  


125℃  


At 125℃  


時間  


Time  


8～24 時間  


8- 24 hours  


繰り返しベーク  


Repeated Baking  


累計で 96 時間以内  


Maximum total of 96 hours  


  


   ベークの際は、耐熱性のあるトレイで処理してください。  


なお、耐熱トレイに「HEAT ＰＲＯＯＦ」または耐熱温度の表示がありますので、処理の前に 


ご確認ください。  


Be sure to use heatproof tray when performing the baking process.  


Heatproof trays are marked with the words HEAT PROOF or an indication of heatproof maximum 


temperature. Confirm these markings before performing the process.  
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実装前のベーク（乾燥）処理について 


About the baking process (Moisture removal process) before soldering. 


 


1） ベーク処理を必要とする場合  Cases Where Baking is Required 


A) 防湿包装開封時に、インジケーターカードの 30%スポットがブルー色に変色している場合 


If the 30% spot on the indicator card packed with the products has turned blue when 


moisture-proof packing is opened. 


 


Ｂ） 防湿包装開封後、規定の保管条件を超過した場合 


If the time after opening the moisture-proof packing exceeds prescribed storage conditions. 


 


2） ベーク条件  Baking Conditions 


 


項目 


Item 


条件  


Condition 


温度 


Temperature 


125℃ 


At 125℃ 


時間 


Time 


20 時間以上（上限 72 時間） 


20- 72hours 


繰り返しベーク 


Repeated Baking 


累計で 96 時間以内 


Maximum total of 96 hours 


 


ベークの際は、耐熱性のあるトレイで処理してください。 


なお、耐熱トレイには「HEAT ＰＲＯＯＦ」または耐熱温度の表示がありますので、処理の前にご確


認ください。 


Be sure to use heatproof trays when performing the baking process. 


Heatproof trays are marked with the words “HEAT PROOF” or an indication of heatproof 


maximum temperature. Confirm these markings before performing the process. 


 


 


 


 


 


 


 







